C25

PROCEDES ELECTROLYTIQUES OU ELECTROPHORETIQUES; APPAREILLAGES A CET
EFFET (électrodialyse, électro-osmose, séparation de liquides par I’ électricité BO1D; usinage du métal par
action d’une forte concentration de courant électrique B23H; traitement de |’ eau, des eaux résiduaires, ou
des eaux d'égout par des procédés éectrochimiques CO2F 1/46; traitement de surface de matériaux
métalligues utilisant au moins un procédé couvert par la classe C23 et au moins un procédé couvert par la
présente classe, C23C 28/00, C23F 17/00; protection anodique ou cathodique C23F; croissance des
monocristaux C30B; par métallisation des textiles DO6M 11/83; décoration des textiles par métallisation
locale D06Q 1/04; méthodes d'analyse éectrochimiques GO1IN; dispositifs éectrochimiques de mesure,
d'indication ou d enregistrement GO1R; ééments de circuits électrolytiques, p.ex. condensateurs, HO1G;
générateurs de tension ou de courant é ectrochimiques HO1M) [4]

Notes
Q) Les procédés ou les détails opératoires ou les appareillages électrolytiques ou électrophorétiques sont classés dans:
(i) lesgroupes qui couvrent les composés ou les objets fabriqués, et
(ii) les groupes qui couvrent les détails opératoires ou d’ appareillages. [2]
)] La purification électrolytique ou électrophorétique des matériaux est classée selon la nature du liquide aux endroits appropriés, p.ex.
AO01K 63/00, CO2F 1/46, C25B 15/08, C25D 21/16, C25F 7/02. [2]
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PROCEDES ELECTRO[_YTIQUES ou ELECTROPHORETIQUES POUR LA PRODUCTION DE COMPOSES
ORGANIQUESOU MINERAUX, OU DE NON-METAUX; APPAREILLAGESA CET EFFET [2]

Notes

Dans la présente sous-classe, sauf indication contraire, le classement s effectue ala derniere place appropriée. [2]
Les composés qui présentent un intérét particulier sont aussi classés dans la classe appropriée, p.ex. C01, C07. [2]

Production électrolytique de composés inor ganiques 1/18 de composés des métaux alcalino-terreux ou de
ou de non-métaux [2] composés du magnésium [2]
d hydrogene ou d' oxygéne [2] 1/20 Hydroxydes[2]
par électrolyse del’eau [2] 1/21 d’ oxydes de manganése [7]
dans des cellules a électrodes plates ou 1/22 d acides inorganiques [2]
planes [2] 1/24 d’ halogénes ou de leurs composés [2]
du typefiltre-presse [2] 1/26 Chlore; Ses composés [2]
dans des cellules a diaphragme [2] 1/28 de percomposés [2]
dans des cellules sous pression [2] 1/30 Peroxydes[2]
d'ozone [7] 1/32 Perborates [2]
de composés des métaux alcalins[2] 1/34 Production simultanée d' hydroxydes des métaux
Hydroxydes [2] acalins et de chlore, de ses oxyacides ou de ses

sels[2]



C25B

C25C

1/36 dans des cellules a cathode a mercure [2] 9/14 Electrodes liquides, p.ex. éectrodes au

1/38 avec une cathode & mercure verticale [2] mercure [7]

1/40 avec une cathode & mercure horizontale [2] 9/16 Cellules ou assemblages de cellules comprenant au

1/42 Décomposition des amalgames [2] moins une électrode cqngtituée de particules;

1/44 al' aide de catalyseurs [2] 018 ﬁssemt;:ag% de Ieurseleant§ de str;lcttljre [7

> ssemblages comprenant plusieurs cellules
— dans des cellules a digphragmes [2] (asemblgg&s de cgl lules a€ec des électrodes mobiles
3/00  Production électrolytique de composés C25B 9/12; assemblages de cellules avec des
organiques[2] électrodes constituées de particules C25B 9/16) [7]

3/02 par oxydation [2] 9/20 du type filtre-presse [7]

8/04 par reductllon.[Z] 11/00  Electrodes; Leur fabrication non prévueailleurs[2]

3/06 par halogénati on [2] 11/02 caractérisées par la configuration ou laforme [2]

8/08 par flu,oru.ratlon (2 L 11/03 perforées ou foraminées [2]

3/10 par des rea(,:tlons de coyplgge, p.ex. dimérisation [2] 11/04 caractérisées par le matériau [2]

L de composés organométalliques 2] 11/06 par les matériaux catalytiques utilisés (catalyseurs

5/00 Procédésdefabrication de composés dans lesquels de en général BOLJ) [2]

I'électricité est produite simultanément [2] 11/08 Métaux nobles[2]
o » i 11/10 Electrodes a base de métaux a couche d' arrét,
7/00  Production électrophorétique de composes ou de p.ex. titane [2]
non-métaux (séparation oul purification de peptides, 11/12 Electrodes & base de carbone (masses carbonées en
p.ex. de protéines, par éectrophorése CO7K 1/26) [2] général CO4B 35/52) [2]

9/00  Cellules ou assemblages de cdllules; Eléments de 11/14 Imprégnation des €lectrodes en carbone
structure des cellules; Assemblages d’éléments de (C25B 11/06 a priorité) [2]
structure, p.ex. assemblages d’ électrode- 11/16 Electrodes a base de bioxyde de manganése ou de
diaphragme[2,7] bioxyde de plomb [2]

9/02 Supports d’ électrodes[2] 11/18 Electrodes au mercure ou a amalgame [2]

9/04 ?cljﬁr?:xtil(f)ig gluercltr?l(;rén etr?t é%?égfﬁgf% 13/00 Diaphraqr.ne,ﬁ Eléments d’espacemgnt [4].
Connexions d’ é ectrodes; Connexions électriques 13/02 caractérisés par laforme ou la configuration [2]
inter-cellules [2] 13/04 caractérisés par le matériau [2]

9/06 Cellules comportant des électrodes fixes de 13/06 abase d'amiante [2]
dimensions stabl es; Assemblages de leurs él éments 13/08 a base de matériaux organiques [2]
de structure [7] . .

9/08 avec des diaphragmes [7] 15/00 Conduiteou entret'len dgs cellules'[Z].

9/10 comprenant une membrane d’ échange d’ions 15/02 Command_e ou reggl 611' on des opérations (commande

dans ou sur laguelle est incrusté du matériau Ou, regul.an onen ggneral 905) [,2] .
pour éectrode [7] 15/04 Rggulatlon dg ladistance inter-él ectrod_es (usinage du

9/12 Cellules ou assemblages de cellules comprenant au rpetal_par action d'une forte concentration de courant
moins une électrode mobile, p.ex. électrodes d?dr'que BZ3H,) (2 ) o
rotatives; Assemblages de leurs déments de 15/06 Détection ou prévention des court-circuits dans les
structure [7] cellules [2]

15/08 Alimentation ou vidange des réactifs ou des
électrolytes; Régénération des électrolytes[2]
C25C PROCEDES POUR LA PRODUCTION, LA RECUPERATION OU L’AFFINAGE ELECTROLYTIQUE DES METAUX;
APPAREILLAGESA CET EFFET [2]
1/00  Production, récupération ou affinage électrolytique 1/22 des métaux non prévus dans les groupes C25C 1/02 a
des métaux par électrolyse de solutions (C25C 5/00 a C25C 1/20[2]
priorité) [2] 1/24 Alliages obtenus par réduction cathodique de tous

1/02 des métaux légers[2] leursions[2]

1/04 dans des cellules a cathode a mercure [2] . e . ’ .

1/06 des métaux du groupe du fer, de métaux réfractaires 3/00 Prodgctlon, recyperatlon ou aff_mageelectrolythue

N de métaux par éectrolyse de bains fondus (C25C 5/00
ou du manganese [2] aprioritd) [2]

1/08 du nickel ou du cobalt [2]‘ 3/02 des métaux alcalins ou alcalino-terreux [2]

1/10 du.chrome ou du manganéese [2] 3/04 du magnésium [2]

112 . ducuivre(2] 3/06 . del’auminium[2]

1/14 del .etaln 2] . 3/08 Construction des cellules, p.ex. fonds, parois,

1/16 du zinc, du cadmium ou du mercure [2] cathodes [2]

1/18 du plomb [2] 3/10 Cadres ou structures de support extérieurs ala

1/20 des métaux nobles[2] cellule[2]

3/12 Anodes[2]
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C25C - C25D

3/14 Dispositifs pour I’ alimentation ou pour briser la 5/00  Production, récupération ou affinage de poudres
cro(te [2] meétalliques ou de métaux poreux [2]
3/16 Dispositifs d' alimentation en courant électrique, 5/02 apartir de solutions[2]
p.ex. barres omnibus [2] 5/04 apartir de bains fondus [2]
3/18 Electrolytes[2] )
3/20 Commande ou régulation automatique des cellules 7/00 E;?L'}giﬁ{;ﬁg;eéi (c:)cl)Jnlguuirt :?js.n;sc g?{?&d(;ur i
5 (CC;TG’:;”;;Z‘;;ZQE: ?Eg]” en géneral GOS5) [2] production de I' aluminium C25C 3/06 & C25C 3/22) [2]
3/24 Affinage[2] 7/02 El gctrodes (anodes E:onsumabl es pour |’ affinage des
o : i ) métaux C25C 1/00 a C25C 5/00); Leurs
3/26 du titane, du zirconium, de I hafnium, du tantale ou connexions[2]
du vangdl um[2] 7/04 Diaphragmes; Eléments d’ espacement [2]
Sy du t|tane\[2] 7/06 Conduite ou entretien [2]
i du manganese [2] 7/08 Séparation des métaux déposés a la cathode [2]
3/32 du chrome[2]
3/34 des métaux non prévus dans les groupes C25C 3/02 a
C25C 3/32[2]
3/36 Alliages obtenus par réduction cathodique de tous
leursions[2]
C25D PROCEDES POUR LA PRODUCTION ELECTROLYTIQUE OU ELECTROPHORETIQUE DE REVETEMENTS;
GALVANOPLASTIE (décoration des textiles par métallisation DO6Q 1/04; fabrication de circuits imprimés par dépot métallique
HO5K 3/18); JONCTION DE PIECESPAR ELECTROLYSE; APPAREILLAGESA CET EFFET [2,6]
1/00 Galvanoplastie[2] 3/36 caractérisés par |es constituants organiques
1/02 Tubes; Anneauix; Corps creux [2] utilisés pour le bain [2]
1/04 Fils; Bandes; Feuilles[2] 3/38 decuivre[2]
1/06 Miroirs entiérement métalliques [2] 3/40 apartir de bains de cyanure [2]
1/08 Articles perforés ou foraminés, p.ex. tamis 3/42 de métaux légers[2]
(C25D /10 apriorité) [2] 3/44 Aluminium [2]
1/10 Moules, Masques; Mandrins [2] 3/46 d’argent [2]
1/12 par électrophorése[2] 3/48 dor[2]
1/14 de matiéres inorganiques [2] 3/50 de métaux du groupe du platine [2]
1/16 Métaux [2] 3/52 caractérisés par les constituants organiques
1/18 de matiéres organiques[2] utilisés pour le bain [2]
1/20 Séparation d avec les électrodes des objets formés 3/54 de métaux non prévus dans les groupes C25D 3/04
par celles-ci [2] aC25Db 3/50 (2]
1/22 Composés facilitant e détachement [2] 3/56 d'alliages[2]
. N i 3/58 contenant plus de 50% en poids de cuivre [2]
2/00 Jonction de pieces par électrolyse 6] 3/60 contenant plus de 50% en poids d’ étain [2]
3/00 Dépodtsde métaux par voie éectrolytique; Bains 3/62 contenant plus de 50% en poids d or [2]
utilisés[2] 3/64 contenant plus de 50% en poids d argent [2]
3/02 apartir de solutions (C25D 5/24 & C25D 5/32 ont 3/66 apartir de bains fondus[2]
3/04 prlzgtcer)]rfiqe 2] 5/00 Dépbtsde n,1ét'aux par _voie électrolytiqueparactérisés
N ) . . par le procédé; Prétraitement ou post-traitement des
3/06 apartir des solutions de chrome trivalent [2] pidces [2]
3/08 Deépot de chrome noir 2] _ 5/02 . Dépots sur des surfaces déterminées [2]
3/10 caractérists par les constituants organiques 5/04 . Dépotsavec dectrodesmobiles[2]
3/12 de L;:!E:SO?JO;; lceolt;:tn[[ZZ]] 5/06 Dépbts alabrosse ou au tampon [2]
. . . . 5/08 Dépbts avec déplacement de I’ électrolyte, p.ex.
3/14 a Rartlf Qe bains coptfsnant Qes COMpOosés dépdts par projection de I' dectrolyte [2]
3/16 aceé%;n;g;f;gﬁt;%cg;gﬁ% (2 5/10 Dépﬁts dc_a p[usieurs couches dl_J méme métal ou de
A . métaux différents (pour les paliers C25D 7/10) [2]
3/18 Composés hétérocydliques [2] 5/12 au moins une couche étant du nickel ou du
3/20 defer [2] chrome[2]
3/22 dezinc[2] 5/14 plusieurs couches étant du nickel ou du chrome,
3/24 apartir de bains de cyanure [2] p.ex. couches doubles ou triples [2]
3/26 de cadmium [2] 5/16 Dépodts de couches d épaisseur variable [2]
3/28 apartir de bains de cyanure [2] 5/18 Dépbdts au moyen de courant modulé, pulsé ou
3/30 d étan[2] inversé[2]
3/32 caractérisés par les constituants organiques 5/20 Dépdts au moyen d' ultrasons [2]
utilisés pour le bain [2] 5/22 Dépots combinés avec un traitement mécanique [2]
3/34 de plomb [2]
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C25D

5/24

5/26
5/28
5/30
5/32
5/34

5/36
5/38
5/40
5/42
5/44
5/46
5/48

5/50
5/52
5/54

5/56
7/00

7/02
7/04
7106
7108
7/10
7112

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10
9/12

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08
11/10
11/12

11/14
11/16
11/18

11/20
11/22
11/24
11/26
11/28
11/30
11/32
11/34

Dépbts sur des surfaces métalliques auxquelles un
revétement ne peut étre facilement appliqué
(C25D 5/34 apriorité) [2]

sur des surfaces de fer ou d' acier [2]

sur des surfaces de métaux réfractaires [2]

sur des surfaces de métaux 1égers [2]

sur des surfaces d' actinides [2]
Prétraitement des surfaces métalliques arevétir de
métaux par voie électrolytique [2]

defer ou d’acier [2]

de métaux réfractaires ou de nickel [2]

Nickel; Chrome[2]
de métaux légers[2]
Aluminium [2]

d'actinides [2]
Post-traitement des surfaces revétues de métaux par
voie électrolytique [2]

par traitement thermique [2]

par brillantage ou brunissage [2]
Dépbts de métaux par voie électrolytique sur des
surfaces non métalliques (C25D 7/12 apriorité) [2]

de matieres plastiques[2]

Dépbts de métaux par voie électrolytique car actérisés
par I’objet arevétir [2]

Fermetures & curseur [2]

Tubes; Anneauix; Corps creux [2]

Fils; Bandes; Feuilles[2]

Miroirs; Réflecteurs[2]

Paliers[2]

Semi-conducteurs[2]

Revétements électrolytiques autrement qu’avec des
métaux (C25D 11/00, C25D 15/00 ont priorité;
revétements électrophorétiques C25D 13/00) [2]
avec des matieres organiques[2]
avec des matieresinorganiques [2]
par des procédés anodiques [2]
par des procédés cathodiques [2]
sur lefer oul’acier [2]
sur les métaux légers [2]

Revétements électrolytiques par réaction de surface,
c. ad. par formation de couches de conversion [2]
Anodisation [2]
del’auminium ou de ses alliages [2]
caractérisée par les électrolytes utilisés [2]
contenant des acides inorganiques[2]
contenant des acides organiques [2]
Anodisation en plusieurs étapes, p.ex. dans
différents bains[2]
Production de couches colorées en totdité [2]
Prétraitement [2]
Post-traitement, p.ex. bouchage des pores
(laquage B44D) [2]
Post-traitement électrolytique [2]
pour produire des couches colorées[2]
Pogt-traitement chimique [2]
de métaux réfractaires ou de leurs alliages [2]
d actinides ou de leurs alliages [2]
de magnésium ou de ses alliages [2]
de matériaux semi-conducteurs [2]

de métaux ou d' alliages non prévus dans les
groupes C25D 11/04 4 C25D 11/32[2]

11/36
11/38

13/00

13/02
13/04
13/06
13/08
13/10
13/12
13/14
13/16
13/18
13/20
13/22
13/24

15/00

15/02

17/00

17/02
17/04

17/06

17/08
17/10
17/12

17/14
17/16

17/18
17/20
17/22
17/24
17/26
17/28

19/00

21/00

21/02
21/04
21/06
21/08
21/10
21/11

21/12

21/14

Phosphatation [2]
Chromatage [2]

Revétements électrophor étiques (C25D 15/00 a
priorité; appareils pour le transport en continu d’ objets
dans les bains B65G, p.ex. B65G 49/00; compositions
pour revétements é ectrophorétiques C09D 5/44) [2]
avec des matiéeres inorganiques [2]
avec des matieres organiques [2]
polymeres[2]
par polymérisation in situ de monomeres[2]
caractérisés par les additifs utilisés [2]
caractérisés par |’ objet revétu [2]
Tubes; Anneaux; Corps creux [2]
Fils; Bandes; Feuilles[2]
utilisant un courant modulé, pulsé ou inverse [2]
Prétraitement [2]
Entretien ou Conduite [2]
Régénération des bains [2]

Production électrolytique ou éectrophor étique de
revétements contenant des matériaux incor por és,
p.ex. particules, “whiskers’, fils[2]
Procédés combinés électrophorétiques et
électrolytiques[2]

Eléments structurels, ou leur s assemblages, des
cellules pour revétement électrolytique (appareils pour
le transport en continu d’ objets dans les bains B65G,
p.ex. B65G 49/00; dispositifs électriques, voir les
endroits appropriés, p.ex. HO1B, H02G) [2]
Cuves, Installations s'y rapportant [2]
Cadres ou structures de support extérieursala
cellule[2]
Dispositifs pour suspendre ou porter les objets a
revétir [2]
Claies|[2]
Electrodes [2]
Forme ou configuration (C25D 17/14 a
priorité) [2]
pour dépdt au tampon [2]
Appareils pour le revétement électrolytique de petits
objetsen vrac [2]
comportant des récipients fermés [2]
Tonneaux horizontaux [2]
comportant des récipients ouverts [2]
Tonneaux inclinés[2]
Paniers oscillants [2]
comportant des moyens pour déplacer les objets
individuellement atravers|’ appareillage pendant
le traitement [2]

Installations pour opérer desrevétements
électrolytiques[2]

Procédés pour I’entretien ou la conduite des cellules
pour revétement électrolytique[2]
Chauffage ou refroidissement [2]
Enlévement des gaz ou des vapeurs [2]
Filtration [2]
Rincage [2]
Agitation des électrolytes; Déplacement des claies [2]
Utilisation de couches protectrices superficielles sur
les bains électrolytiques [3]
Commande ou régulation (commande ou régulation
en général GO5) [2]
Addition commandée des composants de
|"électrolyte[2]
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C25D - C25F

21/16 Régénération des bains [2] 21/18 d éectrolytes (C25D 21/22 apriorité) [2]
21/20 des solutions de ringage (C25D 21/22 a
priorité) [2]
21/22 par échange d'ions[2]
C25F PROCEDES POUR LE TRAITEMENT D’OBJETS PAR ENLEVEMENT ELECTROLYTIQUE DE MATIERE;
APPAREILLAGESA CET EFFET [2]
Note
Dans la présente sous-classe, sauf indication contraire, le classement s effectue ala derniere place appropriée. [2]
1/00 Nettoyage, dégraissage, décapage ou enlévement de 3/14 localisée, c. ad. gravure [2]
battitures par voie électrolytique [2] 3/16 Polissage [2]
1/02 Décapage; Enlévement de battitures [2] 3/18 des métaux légers[2]
1/04 en solution [2] 3/20 del’auminium [2]
1/06 defer ou d'acier [2] 3/22 des métaux lourds[2]
1/08 de métaux réfractaires[2] 3/24 du fer ou de I’ acier [2]
1/10 d'actinides [2] 3/26 des métaux réfractaires[2]
1/12 dans des bains fondus [2] 3/28 des actinides [2]
1/14 defer ou d'acier [2] 3/30 des matériaux semi-conducteurs[2]
1/16 de métaux réfractaires[2] . 3 )
1/18 d actinides[2] 5/00 Enlf.-vement eleptrc;_lyuque de couchesou de
revétements métalliques[2]
A f li S lyti 2
g;gg tt:ﬂueuied?;iigl[lz?o Issage dectrolytique 2] 7/00 Elémentsde construction des cellules, ou leur
a . - assemblage, pour I'enlévement électrolytique de
3/04 des métaux légers 2] matiéres d’ objets (servant alafois pour le revétement
3/06 du fer ou del’ acier [2] et I’ enlévement éectrolytiques C25D); Entretien ou
3/08 des métaux réfractaires [2] conduite[2]
3/10 des actinides [2] 7/02 Régénération des bains [2]
3/12 des matériaux semi-conducteurs [2]
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